ayment o damages.
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Part no. / Part marked/ | Quality class/| Contact plating/ Capacitance value/ : PPrg
Art.-Nr. / Bedruckung: Gltestufe: Kontakt Veredelung: Kapaczitétswert: Iees)':)glc(;)ael :j::lflcatlon/
24-001733 3 Gold flash over nickel e
ggld_iiber:Niékel = T Working voltage/ 100 VDC
pin hard gold over min. uin nicke o Betriebsspannung:
24-001732 2 20 pin Gold tiber min. 50 pin Nickel 370 pF £ 20 % Currentpl'atin; 5A
30 pin hard gold over min. 50 pin nickel .
24-001731 1 30 pin Gold tiber min. 50 in Nickel Strombelastbarkeit:
24-001743 3 g;ljdaggrs,ac%ler nickel ;:L;slg)‘?;?ndl‘ﬁsstiasggnce/ >1GQ
i Wit o
20 pin hard gold in. 50 pin nickel ; "
24001742 2 | 20yt Gola ibermin soinNickel | | 830PFE 20% Dielectric 424 VDC
24-001741 1 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel withstanding voltage/
30 pin Gold iiber min. 50 pin Nickel Spannungsfestigkeit (DWV):
24-001753 3 Gold flash over nickel Temperature -25°C ...+ 105°C
: - p— king range/
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel waon
24-001752 2 20 piin Gold diber min. 50 in Nickel 1300 pF + 20 % Umgebungstemperatur:
24-001751 1 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel Capacitance value/ see table/
30 pin Gold iber min. 50 pin Nickel Kapazitatswert: siehe Tabelle
Mating cycles Quality class 1 = 500
(see table)/ Gtestufe 1
PCB hole drillings Steckzyklen Quality class 2 = 200
(PCB top side)/ (siehe Tabelle): GL’ites_tufe 2
Leiterplattenbohrbild Quality class 3= 50
(Leiterplatten Oberseite) 33,3 fg:]s Glitestufe 3
9,6x01 Materials/
6,86+0.1 Werkstoffe:
411201 -] = Contact/ Cu alloy, Au over Ni
1 bl Kontakt: Contact tails pretinned/
2x @3,1+01 1,37x01 | g 3 Kontaktspitzen verzinnt
b b b g -« Insulator/ High temp. PA UL 94 V-0
j vy VY <+ Isolierkérper:
99 -0 T Shell/ Steel, Sn over Ni
15x @1 f8,1 Gehduse:
Threaded rear Cu alloy, Sn over Ni
274101 spacer clip/
Gewinde-
5,49+0,1 Abstandsbolzen-Clip:
82320, Collar/_ Cu alloy, Sn over Ni
Scheibe:
Installation specification/
39,22+0% Montagedaten:
333915 Solder parameter/
Létparameter:
25 17+02 Solder preheat 100 °C for 30 sec./
177005 temperature/ 100 °C fiir 30 Sek.
Vorheiztemperatur:
- ~ Solder bath temperature/ 260 °C for 5 sec./
oo [ 75 ) Létbadtemperatur: 260 °C fiir 5 Sek.
ss| | @ g]g % % RCARGS % é —Q}V @ i Recommended torque ~ max. 6 in.LB/
< N B N N N value for thread/ max. 67 Nem
- ! g 10 11 12 13 14 15 ' Empfohlenes Drehmoment
L fiir Gewinde:
10° P.CB clip for hole @3,1 mm
diameter/
PCB Snap fiir
Lochdurchmesser:
15x $0,6+0,05 Circuit board thickness/ 1,6 mm
Leiterplattenstarke:
@ AN RA (NI ﬁ « o
] o 35
00 WHmIml & :’ o o
( " T Parino. T Q*c: =) - g m;
J:ﬂ | L CONEC ABC | N Ty Y
— — S
oo
< o -
) t OOMO O ‘ 3 2| fmb(
4-40 UNC @4
Threaded rear
spacer clip/
Gewinde-
Abstandsbolzen-Clip
Collar/
Scheibe
5—@ gim. in mm D-SUB C-Filter Male 15pos.
with threaded rear spacer clip
e D-SUB C-Filter Stifteiste 15pol
s;zawn/ .10.2021|  Henneboel . i fiter Stittieiste 15po .
2;?d TTia 102001 Lehmenkiiier mit Gewinde-Abstandsbolzen-Clip
scale/Masstab:
. dwg no / DIN-
. ®
Index:  a Original o ”\I.I-' Zonr: 24K1A2075 A3
RoHS compliant/ konform “' 1/1
F T £ T D B T A
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